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(57) Abstract: The invention relates to an electronic component, in particular an organic optoelectronic component, comprising a
circuit board (30), in particular a flexible circuit board, and an electronic component (10), in particular an organic optoelectronic
component (10), wherein the electronic component (10) has a substrate (11), an encapsulation layer (13), an electronic structure (12)
arranged between the substrate (11) and the encapsulation layer (13), in particular an organic optoelectronic structure, and at least
one first electrically conductive contact layer (14) arranged adjacent to the encapsulation layer (13) on the substrate (11) and
electrically connected to the electronic structure (12), the circuit board (30) comprises a support layer (32) and at least one second
electrically conductive contact layer (31), the circuit board (30) is arranged adjacent to the encapsulation layer (13) on the substrate
(11), the first and the second contact layer (14, 31) are electrically conductively connected to one another, and the support layer (32)
and the encapsulation layer (13) each have at least one aligning structure (20) which interengage and define the position of the
circuit board (30) relative to the electronic component (10) in at least one spatial direction.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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RS, SE, SL, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, Veroffentlicht:
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Elektronisches Bauelement, insbesondere organisches optoelektronisches Bauelement, umfassend eine Leiterplatte (30),
insbesondere eine flexible Leiterplatte, und ein elektronisches Bauteil (10), insbesondere ein organisches optoelektronisches
Bauteil (10), bei dem das elektronische Bauteil (10) ein Substrat (11), eine Verkapselungsschicht (13), eine zwischen dem
Substrat (11) und der Verkapselungsschicht (13) angeordnete elektronische Struktur (12), insbesondere eine organische
optoelektronische Struktur, und mindestens eine neben der Verkapselungsschicht (13) auf dem Substrat (11) angeordnete und mit
der elektronischen Struktur (12) elektrisch verbundene erste elektrisch leitende Kontaktschicht (14) aufweist die Leiterplatte (30)
eine Trégerschicht (32) und mindestens eine zweite elektrisch leitende Kontaktschicht (31) umfasst, die Leiterplatte (30) neben
der Verkapselungsschicht (13) auf dem Substrat (11) angeordnet ist, die erste und die zweite Kontaktschicht (14, 31) miteinander
elektrisch leitend verbunden sind, und die Trégerschicht (32) und die Verkapselungsschicht (13) jeweils mindestens eine
Ausrichtungsstruktur (20) autweisen, welche ineinandergreifen und die Position der Leiterplatte (30) zum elektronischen Bauteil
(10) in mindestens einer Raumrichtung definieren.
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Beschreibung

Elektronisches Bauelement und Verfahren zu seiner Herstellung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches
Bauelement, insbesondere ein optoelektronisches Rauelement,
umfassend ein elektronisches Bauteil und eine Leiterplatte
sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen

elektronischen Bauelements.

Eine zu lo&sende Aufgabe besteht darin, ein derartiges
elektronisches Bauelement anzugeben, welches besonders
zuverlassig und effizient herstellbar und mechanisch robust
ist. Eine weitere zu losende Aufgabe besteht darin ein
Verfahren zur Herstellung eines solchen elektronischen

Bauelements anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch ein elektronisches Bauelement mit
den Merkmalen des Patentanspruches 1 und durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Patentanspruches 11 geldst.
Vorteilhafte Weiterbildungen des elektronischen Bauelements
und des Verfahrens sind in den Unteranspriichen angegeben.
Durch diese Bezugnahme wird der Offenbarungsgehalt der

Patentanspriiche in die Beschreibung aufgenommen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauelements umfasst das elektronische Bauelement ein
elektronisches Bauteil. Bei dem elektronischen Bauteil kann
es sich um ein optoelektronisches Rauteil, insbesondere ein
organisches optoelektronisches Bauteil handeln. Das
optoelektronische Bauteil kann dazu eingerichtet sein, im
Betrieb elektromagnetische Strahlung, insbesondere Licht, zu

emittieren und/oder zu detektieren. Bel dem elektronischen
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Bauteil kann es sich hierbei beispielsweise um eine

organische Leuchtdiode handeln.

Das elektronische Bauteil umfasst eine elektronische
Struktur. Ist die elektronische Struktur eine
optoelektronische Struktur, so weist diese einen aktiven
Bereich auf, in dem bei bestimmungsgemialiem Gebrauch
elektromagnetische Strahlung erzeugt oder detektiert werden

kann.

Das elektronische Bauteil umfasst weiter ein Substrat, auf
dem die elektronische Struktur angeordnet ist. Bei dem
Substrat handelt es sich insbesondere um eine oder im
Wesentlichen um die alleinige stiitzende Komponente des
elektronischen Bauteils, welche dem Bauteil zumindest einen
Teil seiner mechanischen Stabilitat verleiht. Das Substrat
kann beispielsweise transparent fir im aktiven Bereich des
elektronischen Bauelements erzeugte oder zu detektierende

Strahlung ausgestaltet sein.

Das elektronische Bauteil umfasst weiter eine
Verkapselungsschicht, die die elektronische Struktur auf der
dem Substrat abgewandten Seite {iberdeckt, insbesondere bis
auf Kontaktschichten zum elektrischen AnschlieBen der
elektronischen Struktur vollstadndig lberdeckt. Die vom
Substrat abgewandte Seite der elektronischen Struktur kann in
direktem Kontakt mit der Verkapselungsschicht stehen. Die
Verkapselungsschicht kann auBerdem die Seitenflachen der
elektronischen Struktur Uberdecken. Die Seitenflachen sind
dabei die Fléachen, welche die zum Substrat gewandte Flache
der elektronischen Struktur und die vom Substrat abgewandte
Flache der elektronischen Struktur verbinden. Die

Verkapselungsschicht tUberdeckt bevorzugt auBerdem zumindest
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einen Teil der Flache des Substrats, die dem elektronischen
Bauteil zugewandt ist, an Stellen an denen das Substrat nicht
von der elektronischen Struktur tberdeckt ist. Es sind also
alle AuBenfldachen der elektronischen Struktur entweder vom

Substrat oder von der Verkapselungsschicht utberdeckt.

Die Verkapselungsschicht kann mehrschichtig aufgebaut sein,
sodass Eigenschaften der Verkapselungsschicht aus den
Eigenschaften der einzelner oder mehrerer Subschichten
resultieren. Dabei kann eine Subschicht besonders dicht
gegenliber Gasen sein, sodass die Verkapselungsschicht eine
besonders hohe Hermetizitdt aufweist. Das heiBt, die
Verkapselungsschicht besteht vorzugsweise zumindest teilweise
aus einem Material, beispielsweise Metall oder Keramik,
insbesondere Aluminium, in welches Gase und Feuchtigkeit
besonders schlecht eindringen kdénnen. Mittels der
Verkapselungsschicht wird dann der Kontakt der elektronischen
Struktur zu Gasen, insbesondere Sauerstoff oder Prozessgasen,
oder Feuchtigkeit zumindest weitestgehend verhindert. Des
Weiteren kann die Verkapselungsschicht reflektierend fir im
aktiven Bereich der optoelektronischen Struktur erzeugte oder
zu detektierende Strahlung ausgebildet sein. AuBlerdem kann
die Verkapselungsschicht ein Material, beispielsweise
Aluminium, umfassen, welches besonders robust gegeniliber
mechanischen Einwirkungen ist. Dadurch wird verhindert, dass
die Verkapselungsschicht von Kratzern auf deren Oberfliche
durchbrochen wird. Die Verkapselungsschicht kann zudem eine
warmeverteilende Wirkung haben, sodass im Betrieb des
Bauteils entstehende Warme besonders effizient abgeleitet
wird. Dazu ist die Verkapselungsschicht beispielsweise mit

einem Metall, insbesondere Aluminium, gebildet.
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Das elektronische Bauteil umfasst weiter mindestens eine
erste elektrische Kontaktschicht, welche aus einem elektrisch
leitenden Material, beispielsweise aus einem metallischen
Material besteht. Uber die erste elektrische Kontaktschicht
kann das elektronische Bauteil elektrisch kontaktiert und
beispielsweise mit einer elektronischen Ansteuerschaltung
verbunden werden. Die Haupterstreckungsebene der ersten
elektrischen Kontaktschicht ist beispielsweise parallel zur
Haupterstreckungsebene des Substrats. Des Weiteren ist die
erste elektrische Kontaktschicht auf der der
Verkapselungsschicht zugewandten Flache des Substrats in
einem Bereich, welcher nicht von der Verkapselungsschicht

iberdeckt ist, angeordnet.

Das elektronische Bauelement umfasst aulerdem eine
Leiterplatte, insbesondere eine flexible Leiterplatte, welche
jeweils mindestens eine Tragerschicht, mindestens eine
Leiterbahn und mindestens eine zweite elektrische
Kontaktschicht umfasst. Die Tragerschicht ist vorzugsweise
zumindest im Wesentlichen aus einem elektrisch isolierenden
Material, insbesondere aus einem flexiblen elektrisch
isolierenden Material gefertigt. Die Leiterbahn ist im
Wesentlichen aus elektrisch leitendem Material gefertigt,
insbesondere aus Metall, und ist mit der zweiten elektrischen
Kontaktschicht elektrisch verbunden. Die zweite elektrische
Kontaktschicht ist ebenfalls im Wesentlichen aus elektrisch
leitendem Material, insbesondere Metall, gefertigt und weist
einen Bereich auf, der nicht von der Tragerschicht tberdeckt

ist.

Die Tradgerschicht und die Verkapselungsschicht weisen
vorzugsweise Jjeweils eine Haupterstreckungsebene auf. Die

Leiterplatte ist auf dem nicht durch die Verkapselungsschicht
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Uberdeckten Bereich des Substrats neben der
Verkapselungsschicht angeordnet. Die Position der
Leiterplatte zum elektronischen Bauteil vertikal zur
Haupterstreckungsebene der Verkapselungsschicht wird dadurch
definiert, dass die Leiterplatte dort auf dem Substrat oder

der ersten elektrischen Kontaktschicht aufliegt.

Die Tradgerschicht und die Verkapselungsschicht weisen jeweils
mindestens eine Ausrichtungsstruktur auf, die ineinander
greifen. Diese dienen dazu, die Leiterplatte relativ zum
elektronischen BRauteil in wenigstens einer Raumrichtung
mittels eines mechanischen Anschlags auszurichten. Das heilt,
die Ausrichtungsstrukturen definieren die Position der
Leiterplatte zum elektronischen Bauteil in mindestens einer

Raumrichtung.

Die Tradgerschicht und die Verkapselungsschicht weisen
einander zugewandte Stirnseiten auf, an denen jeweils die
Ausrichtungsstruktur ausgebildet ist. Die
Ausrichtungsstruktur, welche an der Verkapselungsschicht
ausgebildet ist, erstreckt sich vorzugsweise zumindest im
Wesentlichen in der Haupterstreckungsebene der
Verkapselungsschicht. Die Ausrichtungsstruktur, welche an der
Tragerschicht ausgebildet ist, erstreckt sich vorzugsweise
zumindest im Wesentlichen in der Haupterstreckungsebene der
Tragerschicht. Senkrecht zu der jeweiligen
Haupterstreckungsebene weist die Ausrichtungsstruktur eine
Kontur einer Aussparung oder einer Lasche auf. Die Lasche und
die Aussparung kann sowohl an der Verkapselungsschicht als
auch an der Tragerschicht ausgebildet sein. Die
Ausrichtungsstrukturen sind derart ausgebildet, dass die
Verkapselungsschicht und die Tragerschicht zueinander

komplementdr sind. Komplementar heilt in diesem Fall, dass zu
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jeder Lasche an der Tragerschicht oder Verkapselungsschicht,
das jeweils andere Bauteil eine Aussparung aufweist. Weist
die Tragerschicht eine Lasche auf, so ist an der der
Tragerschicht zugewandten Stirnseite der Verkapselungsschicht
eine Aussparung ausgebildet, in die die Lasche einlegbar ist.
Weist die Verkapselungsschicht eine Lasche auf, so ist an der
der Verkapselungsschicht zugewandten Stirnseite der
Tragerschicht eine Aussparung ausgebildet, in die die Lasche

einlegbar ist.

Die Kontur der Lasche und die Kontur der Aussparung sind
derart ausgebildet, dass die Lasche in die Aussparung
einlegbar ist. Einlegbar heilt in diesem Zusammenhang, dass
die Leiterplatte auf dem Substrat angeordnet werden kann,
sodass die Kontur der Aussparung die Kontur der Lasche
lateral umgibt. Das heiBt die Lasche liegt nicht auf der

Schicht, in welcher die Aussparung ausgebildet ist, auf.

Die Lasche und die Aussparung kdénnen so geformt sein, dass
die Lasche und die Aussparung relativ zueinander ein
Positionsspiel aufweisen. Das heiBt, die Lasche kann im
Wesentlichen parallel zur Haupterstreckungsebene der
Aussparung in dieser, bis zum Erreichen eines mechanischen

Anschlags, verschoben werden.

Alternativ kdénnen die Lasche und die Aussparung so geformt
sein, dass die Lasche und die Aussparung im Rahmen der
Fertigungstoleranzen kein Positionsspiel relativ zueinander
aufweisen. Das bedeutet die relative Position der Aussparung
zur Lasche wird durch das Einlegen der Lasche in die

Aussparung eindeutig festgelegt.
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Die Ausrichtungsstrukturen ermdglichen eine Ausrichtung der
Leiterplatte relativ zum elektronischen Rauteil. Dabei stehen
die einander zugewandte Stirnseite der Lasche und der
Aussparung teilweise in direktem mechanischen Kontakt, sodass
diese einen mechanischen Anschlag bilden. Insbesondere stehen
die Tragerschicht und die Verkapselungsschicht ausschliellich
im Bereich der Ausrichtungsstrukturen, insbesondere der
einander zugewandten Stirnseiten der Ausrichtungsstrukturen,
in direktem Kontakt und sind in anderen Bereichen in

lateralen Richtungen zueinander beabstandet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform definieren die
Ausrichtungsstrukturen den Abstand zwischen den einander
zugewandten Stirnseiten der Tragerschicht und der
Verkapselungsschicht mittels eines mechanischen Anschlags.
Die Ausrichtungsstrukturen definieren die Position der
Leiterplatte zum elektronischen Bauteil parallel =zur

Haupterstreckungsebene der Verkapselungsschicht.

Insbesondere kann die Leiterplatte relativ zum elektronischen
Bauteil so ausgerichtet sein, dass die Stirnseiten der
Tragerschicht und der Verkapselungsstruktur ausschlieBlich im
Bereich der Ausrichtungsstrukturen in direktem mechanischen
Kontakt stehen. Das heilBt, dass die Ausrichtungsstrukturen
aufgrund der Kontur der Aussparung und der Kontur der Lasche
einen mechanischen Anschlag bilden, welcher den Abstand
zwischen den einander zugewandten Stirnseiten der
Tragerschicht und der Verkapselungsschicht definiert. Der
mechanische Anschlag kann den maximalen und/oder den
minimalen Abstand der einander zugewandten Stirnseiten der

Verkapselungsschicht und der Tradgerschicht definieren.
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Ein Abstand zwischen den einander zugewandten Stirnseiten der
Tragerschicht und der Verkapselungsschicht ist beispielsweise
vorteilhaft, um mechanischen Stress innerhalb des
elektronischen Bauelements aufgrund unterschiedlicher
thermischer Ausdehnungen seiner verschiedenen Restandteile,

zum Beigpiel wahrend dessen Betrieb, zu vermindern.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die Leiterplatte
relativ zum elektronischen Bauteil so positioniert, dass die
erste und die zweite Kontaktschicht einander lberlappend
angeordnet sind, insbesondere sind die erste und zweite
Kontaktschicht innerhalb des Toleranzbereichs vollstandig
tiberlappend angeordnet. Uberlappend heilt hier, dass die
zweite Kontaktschicht die erste Kontaktschicht in der
Draufsicht senkrecht zur Haupterstreckungsebene der ersten

Kontaktschicht iUberdeckt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist die Kontur der
Aussparung und der Lasche parallel zur
Haupterstreckungsrichtung der Stirnseite, an der die
jeweilige Ausrichtungsstruktur ausgebildet ist, eine Breite
auf, die sich in Richtung zur jeweiligen Stirnseite hin
verjliingt und ist die Lasche derart bemessen, dass sie, in der
Aussparung eingelegt, ein Spiel gegenliber dieser aufweist.
Dabei ist die maximale Breite der Lasche grdBer als die
minimale Breite der Aussparung. Dies stellt eine mogliche
Geometrie dar, mittels der ein mechanischer Anschlag
realisiert wird, welcher den maximalen Abstand zwischen den
Stirnseiten der Tragerschicht und der Verkapselungsschicht

definiert.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen

Bauelements sind/ist die Lasche und/oder die Aussparung So
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ausgestaltet, dass sich die Lasche unter einer vorbestimmten

Zug- oder Druckbelastung aus der Aussparung 1lost.

Beispielsweise koénnen aufgrund unterschiedlicher thermischer
Ausdehnungen im elektronischen Bauelement Zug- und/oder
Druckbelastungen auf die Ausrichtungsstrukturen wirken. Um
das Risiko einer dadurch bedingten Schadigung des
elektronischen Bauelements zu vermindern, kdénnen die
Ausrichtungsstrukturen derart ausgestaltet sein, dass sich
die Lasche bei einer vorbestimmten Zug- und Druckbelastung
zumindest zum Teil aus der Aussparung 1lo6st. Das Losen der
Lasche aus der Aussparung bedeutet insbesondere, dass nach
dem L&sen die Haupterstreckungsebene der Lasche und die
Haupterstreckungsebene der Aussparung zumindest zum Teil
nicht mehr in einer Ebene liegen. Die Lasche kann so
ausgestaltet sein, dass sie aus einem hinreichend flexiblen
Material gebildet ist, sodass die Lasche bei dem Erreichen
einer vorbestimmten Zug- oder Druckbelastung deformiert wird
und sich aus der Aussparung lost. Alternativ oder zusatzlich
kann die Lasche und/oder die Aussparung eine Geometrie
aufweisen (beispielsweise abgeschriagte Stirnflachen) welche

das Ldsen der Lasche aus der Aussparung beglinstigt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist die Lasche eine
Sollbruchstelle auf. Die Sollbruchstelle ermdbglicht es, dass
die Lasche im Falle einer vorbestimmten Zug- oder
Druckbelastung von der Tragerschicht bzw. der
Verkapselungsschicht abreilt. Die Sollbruchstelle verlauft
beispielsweise in der Ebene oder parallel zu der Ebene,
entlang der sich die Tragerschicht bzw. Verkapselungsschicht
erstreckt. Die Sollbruchstelle kann in Form einer reduzierten
Dicke der Tréagerschicht bzw. der Verkapselungsschicht

ausgebildet sein. Alternativ kann die Sollbruchstelle in Form
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von Perforationen der Tragerschicht bzw. der

Verkapselungsschicht ausgebildet sein.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist die Lasche wvon der
Tragerschicht bzw. von der Verkapselungsschicht abgetrennt.
Beispielsweise weist das fertige elektronische Bauelement
lediglich die Aussparung und keine Lasche mehr auf.
Insbesondere kann die Lasche von der Verkapselungsschicht
oder von der Tragerschicht so abgetrennt sein, dass die
Tragerschicht und die Verkapselungsschicht in keinem Bereich

in direktem mechanischem Kontakt stehen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauelements stellt die Position entlang der Stirnseite
und/oder die Kontur der Lasche und der Aussparung eine
Kodierung dar, sodass nur zusammengehdrige Leiterplatten und

elektronische Bauteile miteinander kombinierbar sind.

Die Kodierung kann mittels geometrischer Eigenschaften der
Aussparung und der Lasche realisiert sein. Beispielsweise ist
ausschlieRlich bei zusammengehérigen Leiterplatten und
elektronischen BRauteilen die Lasche in die Aussparung
einlegbar. Alternativ oder zusatzlich ist ausschlielRlich bei
zusammengehorigen Leiterplatten und elektronischen Bauteilen
die Position der Aussparung und der Lasche, entlang der

einander zugewandten Stirnseiten, komplementar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des elektronischen
Bauelements sind die Leiterplatte und das elektronische
Bauelement mittels eines Verbindungsmittels stoffschliissig
mechanisch miteinander verbunden. Das Verbindungmittel
verbindet die Leiterplatte und das Substrat zumindest im

Bereich der ersten und zweiten Kontaktschicht mechanisch
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miteinander. Insbesondere ist das Verbindungsmittel zwischen
der Leiterplatte und dem Substrat zusadtzlich in weiteren
Bereichen lateral neben den Kontaktschichten angeordnet.
Insbesondere ist kein Verbindungsmittel im Rereich der

Ausrichtungsstrukturen angeordnet.

Das Verbindungsmittel kann zusatzlich die erste und zweite
Kontaktfldche elektrisch leitend miteinander verbinden. Bei
dem Verbindungsmittel kann es sich um ein anisotrop
elektrisch leitendes Verbindungsmittel, insbesondere einen
mit leitenden Partikeln geflillten Klebstoff, handeln.
Insbesondere weist das Verbindungsmittel parallel zu seiner
Haupterstreckungsebene eine geringere Leitfdhigkeit auf als
senkrecht zu seiner Haupterstreckungsebene. Das
Verbindungsmittel kann einstiickig ausgebildet sein und mit
mehreren ersten und/oder zweiten Kontaktschichten in direktem
mechanischen Kontakt stehen. Vorzugsweise werden vermittels
der anisotropen elektrischen Leitfdhigkeit des
Verbindungsmittels nur einander iberlappende erste und zweite

Kontaktschichten elektrisch leitend miteinander verbunden.

Ein Verfahren zum Herstellen eines oben beschriebenen
elektronischen Bauelements kann folgende Schritte umfassen:
Bereitstellen eines elektronischen Bauteils und einer
Leiterplatte, Auflegen der Leiterplatte und Ausrichten
relativ zum elektronischen Bauteil mittels der mindestens
zwel Ausrichtungsstrukturen und stoffschliissiges Verbinden

der Leiterplatte und des elektronischen Rauteils.

Die Leiterplatte wird dabei neben der Verkapselungsschicht
mit der Seite, auf der sich die zweite Kontaktschicht
befindet, auf die Seite des elektronischen Bauteils, auf der

sich die erste Kontaktschicht befindet, auf das elektronische
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Bauteil aufgelegt. Die Leiterplatte wird dabei so angeordnet,

dass die Lasche in die Aussparung eingelegt ist.

Danach wird die Leiterplatte relativ zum elektronischen
Bauteil insbesondere im Wesentlichen parallel zur
Haupterstreckungsebene des Substrats bis zu einem
mechanischen Anschlag der Ausrichtungsstrukturen, bei dem
diese, insbesondere deren Stirnseiten, in vorgesehener Weise

in direktem Kontakt stehen, verschoben.

Vorteilhafterweise wird die Leiterplatte so zum
elektronischen Bauteil ausgerichtet, dass die erste und die
zwelte Kontaktschicht, in Draufsicht auf deren
Haupterstreckungsebenen gesehen, einander iiberlappen,
insbesondere innerhalb der Fertigungstoleranzen vollstandig

einander Uberlappen.

Vorteilhafterweise wird die Leiterplatte so zum
elektronischen Bauteil ausgerichtet, dass die Tragerschicht
und die Verkapselungsschicht nur in einem Teilbereich der
Ausrichtungsstrukturen in direktem mechanischen Kontakt

stehen.

Nachfolgend werden die Leiterplatte und das elektronische
Bauteil stoffschliissig miteinander mechanisch verbunden.
Insbesondere werden die erste und zweite Kontaktschicht
mittels der stoffschlissigen Verbindung elektrisch leitend

miteinander verbunden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des
Herstellungsverfahrens wird die Position der Leiterplatte
relativ zum elektronischen Bauteil parallel zur Stirnseite

der Verkapselungsschicht mittels eines mechanischen Anschlags
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der Ausrichtungsstrukturen definiert. Der mechanische
Anschlag wird dabei durch einen direkten mechanischen Kontakt
der Verkapselungsschicht und der Tradgerschicht zumindest in

einem Teilbereich der Ausrichtungsstrukturen realisiert.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des
Herstellungsverfahrens wird der Abstand zwischen den
Stirnseiten der Verkapselungsschicht und der Tradgerschicht
mittels eines mechanischen Anschlags der
Ausrichtungsstrukturen definiert. Der mechanische Anschlag
wird dabei durch einen direkten mechanischen Kontakt der
Verkapselungsschicht und der Tragerschicht zumindest in einem

Teilbereich der Ausrichtungsstrukturen realisiert.

Mittels der Ausrichtungsstrukturen wird vorzugsweise sowohl
der Abstand zwischen den Stirnseiten der Verkapselungsschicht
und der Tragerschicht als auch die Position parallel =zur
Haupterstreckungsrichtung der einander zugewandten
Stirnseiten der Tragerschicht und der Verkapselungsschicht

definiert.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des
Herstellungsverfahrens wird nach dem Verbinden der
Leiterplatte mit dem elektronischen Bauteil die Lasche von
der Tragerschicht bzw. der Verkapselungsschicht
beispielsweise mittels eines Laserschneideprozesses
abgetrennt. Alternativ kann die Lasche eine Sollbruchstelle
aufweisen, entlang der diese mittels einer Zugkraft

abgetrennt wird.
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Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen

ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den

Figuren 1A bis 9 beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figur 1A, eine schematische Darstellung
eines ersten Ausfihrungsbeispiels eines

Bauteils ohne zugehoérige Leiterplatte;

Figur 1B, eine schematische Darstellung
des Ausfiithrungsbeispiels gemall Figur 1A

eingezeichneten Linie A-A;

Figur 2A, eine schematische Darstellung

eines ersten Ausfihrungsbeispiels eines

einer Draufsicht

elektronischen

einer Schnittansicht

entlang der dort

einer Draufsicht

elektronischen

Bauelements, sprich eines elektronischen Bauteils mit

zugehdriger Leiterplatte;

Figur 2B, eine schematische Darstellung
des Ausfiihrungsbeispiels gemal Figur 2A

eingezeichneten Linie B-B;

Figur 2C, eine schematische Darstellung
des Ausfiihrungsbeispiels gemal Figur 2A

eingezeichneten Linie C-C;

einer Schnittansicht

entlang der dort

einer Schnittansicht

entlang der dort

Figur 3, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines

zwelten Ausfihrungsbeispiels eines elektronischen

Bauelements;
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Figur 4, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines
dritten Ausfihrungsbeispiels eines elektronischen

Bauelements;

Figur 5, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines
vierten Ausfiihrungsbeispiels eines elektronischen

Bauelements;

Figur 6, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines
finften Ausfiihrungsbeispiels eines elektronischen

Bauelements;

Figur 7, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines
sechsten Ausfiihrungsbeispiels eines elektronischen

Bauelements;

Figur 8, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines
siebten Ausfiihrungsbeispiels eines elektronischen

Bauelements;

Figur 9, eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines

achten Ausfihrungsbeispiels eines elektronischen Bauelements.

In den verschiedenen Ausfihrungsbeispielen und zugehdrigen
Figuren sind ahnliche oder ahnlich wirkende Elemente jeweils
mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die Figuren und die
GroRenverhdltnisse der in den Figuren gezeigten Elemente
untereinander sind nicht als maBstadblich zu verstehen.
Vielmehr kénnen einzelne Elemente, zum Beispiel Schichten,
zum besseren Verstidndnis und/oder zur besseren
Darstellbarkeit im Vergleich zu den Ubrigen Elementen

Ubertrieben groll dargestellt sein.
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Das in den Figuren 1A und 1B veranschaulichte elektronische
Bauteil 10 weist ein Substrat 11 mit zwei Hauptfldchen auf,
wobei sich die Hauptfldchen parallel zur
Haupterstreckungsebene des Substrats 11 erstrecken. An einer
der Hauptfldchen sind eine elektronische Struktur 12, eine
Verkapselungsschicht 13 und zwei erste elektrische

Kontaktschichten 14 angeordnet.

Die elektronische Struktur 12 ist bis auf elektrische
Anschlussbahnen, die zu den elektrischen Kontaktschichten 14
hin fiihren, an Seiten, an denen sie nicht von dem Substrat 11

iberdeckt ist, wvon einer Verkapselungsschicht 13 idberdeckt.

Die Verkapselungsschicht 13 ist so ausgestaltet, dass die
zwel ersten elektrischen Kontaktschichten 14 neben der
Verkapselungsschicht 13 auf dem Substrat 11 angeordnet sind

und auf dem Substrat 11 freiliegen.

Die Verkapselungsschicht 13 weist Stirnseiten auf, welche
zwischen den Hauptfldchen der Verkapselungsschicht 13
angeordnet sind. Die Verkapselungsschicht 13 weist an ihrer
den ersten elektrischen Kontaktschichten 14 zugewandten
Stirnseite 231 eine Aussparung 211 und eine Lasche 221 auf.
Die Aussparung 211 und die Lasche 221 sind neben den ersten
Kontaktschichten 14 angeordnet. In dieser Ausfihrungsform
sind die Lasche 221 und die Aussparung 211 parallel zur
Stirnseite 231 versetzt neben den ersten Kontaktschichten 14
angeordnet. In einer alternativen Ausfihrungsform, die hier
nicht gezeigt ist, koénnen die Lasche 221 und die Aussparung
211 auch senkrecht zur Stirnseite 231 versetzt neben den

ersten Kontaktschichten 14 angeordnet sein.
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Bei dem elektronischen Rauteil 10 handelt es sich um ein
organisches optoelektronisches Bauteil mit einer auf dem
Substrat 11 aufgebrachten organischen optoelektronischen
Struktur, welche im Betrieb optoelektronische Strahlung
emittiert oder detektiert. Die beiden ersten elektrischen
Kontaktschichten 14, die beispielsweise aus einem
metallischen Material, insbesondere aus Chrom und/oder
Aluminium und/oder Molybdan, gefertigt sind, sind mit der
optoelektronischen Struktur 12 elektrisch leitend verbunden
und dienen dazu, die optoelektronische Struktur mit einer
externen elektronischen Ansteuerschaltung elektrisch zu
verbinden. Derartige organische optoelektronische Bauteile

sind beispielsweise in DE 102012220724 Al beschrieben.

Das Substrat 11 kann aus einem fir die zu emittierende oder
detektierende Strahlung transparenten Material,
beispielsweise aus Glas oder Kunststoff gefertigt sein. Die
Verkapselungsschicht 13 kann vorteilhafterweise aus einem
hinreichend feuchtigkeits- und gasdichten Material,

beispielsweise aus Metall oder Keramik, insbesondere

Aluminium, gefertigt sein. Sie kann mehrschichtig ausgebildet

sein und dadurch eine besonders hohe Hermetizitdat gegeniber
Feuchtigkeit und Sauerstoff aufweisen. Weiterhin kann die
Verkapselungsschicht mit Vorteil eine besonders hohe
Reflektivitat gegeniiber der von der optoelektronischen
Struktur im Betrieb emittierten bzw. zu detektierenden

Strahlung aufweisen.

Bei dem in den Figuren 2A bis 2C veranschaulichten

Ausfihrungsbeispiel handelt es sich um ein komplettes

elektronisches Bauelement, welches ein elektronisches Bauteil

10 und eine Leiterplatte 30 umfasst.
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Das elektronische Bauteil 10 unterscheidet sich von dem des
Ausfiihrungsbeispiels gemaB den Figuren 1A und 1B in der
Anordnung der beiden ersten elektrischen Kontaktschichten 14
und der beiden Ausrichtungsstrukturen 20 entlang der
Stirnfldche 231 der Verkapselungsschicht 13. Die beiden
ersten elektrischen Kontaktschichten 14 sind zwischen der

Lasche 221 und der Aussparung 211 angeordnet.

Die Leiterplatte 30 umfasst eine Tragerschicht 32 und zwei
zweite Kontaktschichten 31. Die Leiterplatte 30 ist neben der
Verkapselungsschicht 13 derart mit dem Substrat 11
iberlappend angeordnet, dass die zweil zweiten
Kontaktschichten 31 und die beiden ersten Kontaktschichten
14, in Draufsicht auf deren Haupterstreckungsebenen gesehen,
einander lUberlappen. An einer der Verkapselungsschicht 13
zugewandten Stirnseite 232 der Tragerschicht 32 sind eine
Lasche 222 und eine Aussparung 212 ausgebildet. Die Lasche
222 der Tragerschicht 32 ist in der Aussparung 211 der
Verkapselungsschicht 13 angeordnet und die Lasche 221 der
Verkapselungsschicht 13 ist in der Aussparung 212 der

Tragerschicht 32 angeordnet.

Die Konturen der Aussparungen 211,212 und Laschen 221,222
sind so ausgestaltet, dass die Laschen 221,222 mit Spiel in
die Aussparungen 211,212 einlegbar sind. Die Breiten der
Konturen der Aussparungen 211,212 und der Laschen 221,222
parallel zur Haupterstreckungsrichtung der jeweiligen
Stirnseite 231,232, an der sie angeordnet sind, verjiingen
sich in Richtung zur jeweiligen Stirnseite 231,232 hin. Die
maximale Breite der Laschen 221,222 ist dabei groler als die
minimale Breite der Aussparungen 211,212. Somit kann entlang
der Hauptfldche des Substrats 11 zwischen den Stirnseiten

231, 232 der Tragerschicht 32 und der Verkapselungsschicht
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13, durch Auseinanderziehen dieser beiden Bestandteile, ein
vorbestimmter Abstand hergestellt werden. Gleichzeitig wird
dabei die Position der Leiterplatte 30 zum elektronischen
Bauteil 10 entlang der Haupterstreckungsrichtung der
Stirnflachen 231, 232 definiert. Beil dem Auseinanderziehen
der Leiterplatte 30 und des elektronischen Rauteils 10 wird
mittels eines mechanischen Anschlags an den Konturen der
Ausrichtungsstrukturen der Abstand zwischen der
Verkapselungsschicht 13 und der Tragerschicht 32 und die
Position parallel zu den einander zugewandten Stirnseiten

231,232 definiert.

Durch den Abstand zwischen den Stirnseiten 231,232 kann das
Risiko vermindert werden, dass bei unterschiedlichen
thermischen Ausdehnungen innerhalb des Bauelements,
insbesondere der Verkapselungsschicht 13 und des Substrats
11, Zug- und Druckkrafte auf die Leiterplatte 30 wirken,
welche die mechanische und elektrische Verbindung zwischen
der Leiterplatte 30 und dem elektronischem Bauteil 10 oder
die Leiterplatte 30 beschadigen kdonnten. Die Tragerschicht 32
und die Verkapselungsschicht 13 stehen ausschlieBlich im
Bereich der Ausrichtungsstruktur in direktem mechanischen

Kontakt miteinander.

Die Lasche 221,222 kann aus einem hinreichend flexiblen
Material gebildet sein, sodass die Lasche 221,222 bei dem
Erreichen einer vorbestimmten Zug- oder Druckbelastung
deformiert wird und sich aus der Aussparung 211, 212 1oést.
Beispielsweise sind die Lasche 222, die an der Tragerschicht
32 ausgebildet ist, aus einem Polymer, insbesondere aus
Polyimid, und die Lasche 221, die an einer
Verkapselungsschicht 13 ausgebildet ist, aus einem Metall,

insbesondere aus Aluminium, gebildet. Alternativ oder
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zusdtzlich kann die Lasche 221,222 eine Geometrie aufweisen,
welche das Ldsen der Lasche 221,222 aus der Aussparung
211,212 unterstiitzt. Beispielsweise kann die Lasche 221,222
zumindest Teilweise eine verminderte Dicke und/oder eine
Perforation senkrecht zu ihrer Haupterstreckungsebene
und/oder eine Stirnseite, welche nicht parallel =zur
Stirnseite der Aussparung 211,212 verlauft, aufweisen. Das
Losen der Lasche 221,222 aus der Aussparung 211,212 bedeutet,
dass nach dem Losen die Haupterstreckungsebene der Kontur der
Lasche 221, 222 und die Haupterstreckungsebene der Kontur der
Aussparung 211, 212 nicht in einer Ebene liegen oder die
Lasche 221, 222 mit der Tragerschicht 32 bzw. der
Verkapselungsschicht 13, an welcher sie ausgebildet ist,

nicht mechanisch verbunden ist.

Dadurch, dass sich die Laschen 221,222 bei einer zu grolen
Zug- oder Druckbelastung aus den Aussparungen 211,212 1ldésen,
wird das Risiko einer Beschadigung des elektronischen
Bauelements aufgrund von Zug- oder Druckspannungen, die
zwischen der Leiterplatte 30 und der Verkapselungsschicht 13

wirken koénnen, verringert.

Die Leiterplatte 30 und das elektronische Bauteil 10 sind
Uber ein Verbindungsmittel 40 stoffschliissig mechanisch
miteinander verbunden. Ferner verbindet das Verbindungsmittel
40 die erste Kontaktschicht 14 und die zweite Kontaktschicht
31 elektrisch leitend miteinander. Beispielsweise kann das
Verbindungsmittel aus einem anisotrop leitenden Klebstoff,
insbesondere aus ACF (Anisotropic conductive film), gebildet
sein, welcher insbesondere auf Epoxidharz basiert. Das
Verbindungsmittel 40 kann sich iber mehrere erste und zweite
elektrische Kontaktschichten (14, 31) zusammenhangend

erstrecken. Um dabei, falls erforderlich, ein elektrisches
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Kurzschliellen der elektrischen nebeneinander angeordneten
Kontaktschichten zu verhindern, weist das Verbindungsmittel
eine geeignet anisotrope elektrische Leitfahigkeit auf,
sodass durch das Verbindungsmittel 40 nur
ibereinanderliegende erste und zweite elektrische
Kontaktschichten (14, 31) miteinander elektrisch verbunden

sind.

Das in Figur 3 gezeigte Ausfihrungsbeispiel eines
elektronischen Rauelements weist eine alternative
Ausgestaltung der Ausrichtungsstruktur 20 auf, bei der
Laschen 221 (hier konkret zwei, es kdnnen aber auch mehr
sein) ausschlieRlich an der Verkapselungsschicht 13 und
zugehdrige Aussparungen 212 ausschlieBlich an der

Tragerschicht 32 ausgebildet sind.

Das in Figur 4 gezeigte Ausfihrungsbeispiel eines
elektronischen Rauelements weist eine alternative
Ausgestaltung der Ausrichtungsstruktur 20 auf, bei der
Laschen 222 ausschlieBlich an der Tragerschicht 32 und
zugehdrige Aussparungen 211 ausschliellich an der

Verkapselungsschicht 13 ausgebildet sind.

Die Figur 5 zeigt eine alternative Ausfihrungsform der
Ausrichtungsstrukturen 20, bei der die Laschen 221,222 und

die Aussparungen 211,212, parallel zur

Haupterstreckungsrichtung der zugehdrigen Stirnseiten 231,232

im Wesentlichen konstante Breiten aufweisen. Beili dieser

Ausfihrungsform wird vermittels der Ausrichtungsstrukturen 20

die Position der Leiterplatte parallel =zur
Haupterstreckungsrichtung der Stirnseite 231 der
Verkapselungsschicht 13 durch den mechanischen Anschlag der

Ausrichtungsstrukturen 20 definiert. Zusatzlich kann der
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Abstand zwischen den Stirnseiten 231,232 mittels der
Ausrichtungsstrukturen 20 definiert werden. Die Laschen
221,222 und die Aussparungen 211,212 weisen senkrecht zu den
Stirnseiten 231,232 eine Lange auf. Die Differenz zwischen
der Lange der Lasche 221,222 und der Lange der zugehdrigen
Aussparung 211,212 definiert den Betrag des Abstandes
zwischen den Stirnseiten 231,232. Dabei ist die Lange der
Lasche 221,222 um den Betrag des Abstands zwischen den
Stirnseiten 231,232 groBler, als die Lange der Aussparungen
211,212. Der mechanische Anschlag, mit dem der Abstand
zwischen den Stirnseiten 231,231 definiert wird, wird durch
das Zusammenschieben des elektronischen Bauteils 30 und der

Leiterplate 10 senkrecht zu den Stirnseiten 231,232 erreicht.

Das in Figur 6 gezeigte Ausfihrungsbeispiel unterscheidet
sich von dem Ausfihrungsbeispiel gemal Figur 4 dadurch, dass
die Laschen 222 Sollbruchstellen in Form von Perforationen
aufweisen. Die Perforationen sind in einem Bereich
angeordnet, in dem die Laschen an die Stirnseite 232 der
Tragerschicht 32 grenzen. Die Perforationen erleichtern es,
die Laschen 222 nach dem stoffschliissigen mechanischen
Verbinden des elektronischen Bauteils 10 und der Leiterplatte
30 zu entfernen. Alternativ kann die Lasche im Rereich der
Perforationen nach dem stoffschliissigen mechanischen
Verbinden nicht durchtrennt sein, sondern so ausgebildet
sein, dass die Laschen 222 bei zu hoher Zugspannung,
beispielsweise aufgrund thermischer Ausdehnungen im
Bauelement, von der Tradgerschicht 32 abreillen. Alternativ
oder zusatzlich konnen die Sollbruchstellen an den Laschen
222 auch in Form einer reduzierten Dicke der Lasche

ausgefiihrt sein.
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Die Figur 7 zeigt eine alternative Ausfihrungsform der
Ausrichtungsstruktur 20, bei der die Laschen 221, 222 und die
Aussparungen 211, 212 T-formige Konturen aufweisen. Bei
dieser Ausfihrungsform wird die Position der Leiterplatte 30
senkrecht zur Stirnseite 231 der Verkapselungsschicht 13
durch laterales Auseinanderziehen der Leiterplatte 30 und des
elektronischen Bauteils 10 mittels des mechanischen Anschlags
der Ausrichtungsstruktur 20 definiert. Zusatzlich bestimmt
ein mechanischer Anschlag beim Verschieben der Leiterplatte
30 entlang der Haupterstreckungsrichtung der Stirnseite 231
der Verkapselungsschicht 13 die Position der Leiterplatte 30

parallel zur Stirnseite 231.

Die Figur 8 zeigt eine alternative Ausfihrungsform, bei der
die Laschen 222 von der Tragerschicht abgetrennt sind. Das
Abtrennen der Laschen nach dem Ausrichten der Leiterplatte 30
relativ zum elektronischen Bauteil 10 kann beigspielsweise
mittels Laserschneidens realisiert werden. Wenn die Lasche
eine Sollbruchstelle aufweist, kann die Lasche 222 mittels
Zugkraft von der Tragerschicht 32 abgetrennt werden. Die
Sollbruchstelle kann beispielsweise in Form von Perforationen
oder einer lokal verringerten Dicke der Lasche 222

ausgebildet sein.

Die Figur 9 zeigt eine alternative Ausfihrungsform der
Ausrichtungsstrukturen 20, bei der unterschiedliche
Geometrien der Ausrichtungsstrukturen an einem elektronischen
Bauelement ausgebildet sind. Eine Lasche 222 und eine dazu
komplementdre Aussparung 211 weisen eine T-fdrmige Kontur
auf. Eine weitere Lasche 222 und eine dazu komplementédre
Aussparung 211 weisen eine trapezfdrmige Kontur auf. Der
mechanische Anschlag der trapezfdrmigen

Ausrichtungsstrukturen definiert beim Auseinanderziehen der
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Leiterplatte 30 und des elektronischen Bauteils 10 die
Position der Leiterplatte 30 senkrecht zur Stirnseite 231 der
Verkapselungsschicht 13 und parallel zu
Haupterstreckungsrichtung der Stirnseite 231 der
Verkapselungsschicht 13. Zusdtzlich bestimmt ein mechanischer
Anschlag der T-formigen Ausrichtungsstrukturen 20 in einem
weiteren Bereich den Abstand zwischen den einander
zugewandten Stirnseiten 231,232 der Verkapselungsschicht und

der Tragerschicht 32.

Die Ausfihrungsform gemall Figur 9 kombiniert die Vorteile T-
formiger und trapezfdrmiger Ausrichtungsstrukturen. Mittels
der trapezfdrmigen Ausrichtungsstrukturen wird an einer
ersten Stelle die Position der Leiterplatte gegenliber der
Verkapselungsschicht sowohl in paralleler als auch in
senkrechter Richtung zur Haupterstreckungsrichtung der
Stirnseite 231 der Verkapselungsschicht 13 definiert. Die T-
formigen Ausrichtungsstrukturen definieren in diesem
Ausfiihrungsbeispiel demgegeniiber an einer zweiten Stelle nur
die Position der Leiterplatte gegenliber der
Verkapselungsschicht in senkrechter Richtung zur
Haupterstreckungsrichtung der Stirnseite 231 der
Verkapselungsschicht. Eine solche Ausgestaltung erlaubt eine
groBere zuldssige Fertigungstoleranz der Positionen der
Ausrichtungsstrukturen 20 entlang der Stirnseiten 231,232

zueinander.

In den oben gezeigten Ausfithrungen der Figuren 1A, 24, 3, 4,
6, 7, 8, 9 ist der Abstand zwischen den einander zugewandten
Stirnseiten 231,231 in zweil Bereichen definiert. Somit kann
innerhalb der Fertigungstoleranzen ein konstanter Abstand
zwischen den einander zugewandten Stirnseiten 231,232

gewdhrleistet werden.
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Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102016103336.7, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

Elektronisches Bauelement, insbesondere organisches

optoelektronisches Bauelement, umfassend eine

Leiterplatte (30), insbesondere eine flexible

Leiterplatte, und ein elektronisches Bauteil (10),

insbesondere ein organisches optoelektronisches Bauteil

(10), bei dem

- das elektronische Bauteil (10) ein Substrat (11),
eine Verkapselungsschicht (13), eine zwischen dem
Substrat (11) und der Verkapselungsschicht (13)
angeordnete elektronische Struktur (12), insbesondere
eine organische optoelektronische Struktur, und
mindestens eine neben der Verkapselungsschicht (13)
auf dem Substrat (11) angeordnete und mit der
elektronischen Struktur (12) elektrisch verbundene
erste elektrisch leitende Kontaktschicht (14)
aufweist

- die Leiterplatte (30) eine Tragerschicht (32) und
mindestens eine zweite elektrisch leitende
Kontaktschicht (31) umfasst,

- die Leiterplatte (30) neben der Verkapselungsschicht
(13) auf dem Substrat (11) angeordnet ist,

- die erste und die zweite Kontaktschicht (14, 31)
miteinander elektrisch leitend verbunden sind, und

- die Tragerschicht (32) und die Verkapselungsschicht
(13) jeweils mindestens eine Ausrichtungsstruktur
(20) aufweisen, welche ineinandergreifen und die
Position der Leiterplatte (30) zum elektronischen
Bauteil (10) in mindestens einer Raumrichtung

definieren.
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Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, bei dem die
Verkapselungsschicht (13) und die Tragerschicht (32)
einander zugewandte Stirnseiten (231, 232) aufweisen,
an denen die Ausrichtungsstrukturen (20) ausgebildet
sind, wobei die Ausrichtungsstruktur an der
Verkapselungsschicht die Kontur einer Aussparung (211,
212) oder einer Lasche (221, 222) aufweist und die
Ausrichtungsstruktur an der Tragerschicht die Kontur
einer Lasche bzw. einer Aussparung aufweist, wobei sich
die Ausrichtungsstrukturen jeweils in einer
Haupterstreckungsebene der Verkapselungsschicht (13)
bzw. der Tragerschicht (32) erstrecken und

so ausgebildet sind, dass die Lasche (221, 222) in die
Aussparung (211, 212) einlegbar ist.

Elektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriiche, wobei die Ausrichtungsstruktur (20) mittels
eines mechanischen Anschlags die Position der
Leiterplatte (30) zum elektronischen Bauteil (10)
parallel zu der Stirnseite (231) der
Verkapselungsschicht (13) definiert.

Elektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriiche, wobei die Ausrichtungsstruktur (20) mittels
eines mechanischen Anschlags einen Abstand zwischen den
einander zugewandten Stirnseiten (23) der Tradgerschicht

(32) und der Verkapselungsschicht (13) definiert.

Elektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriiche, wobei die erste (14) und die zweite (31)

Kontaktschicht einander iiberlappend angeordnet sind.
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Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriche 2
bis 5, bei dem

die Aussparung (211, 212) und die Lasche (221, 222) in
der Haupterstreckungsebene der Verkapselungsschicht
(13) bzw. der Tragerschicht (32) parallel zur
jeweiligen Stirnseite (231, 232), an der die jeweilige
Ausrichtungsstruktur (20) ausgebildet ist, eine Breite
aufweisen, die sich in Richtung zur jeweiligen

Stirnseite (231, 232) hin verjingt.

Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 2
bis 6, wobel die Lasche (221, 222) und/oder die
Aussparung (211, 212) derart ausgebildet sind/ist, dass
sich die Lasche (221, 222) unter einer vorbestimmten
Zug- oder Druckbelastung zumindest zum Teil aus der

Aussparung (211, 212) loést.

Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 2
bis 7, wobei die Lasche (221, 222) eine Sollbruchstelle

aufweist.

Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 2
bis 6, wobei die Lasche (221, 222) wvon der Leiterplatte

(30) oder von der Verkapselungsschicht abgetrennt ist.

Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 2
bis 9, wobei die Position der Ausrichtungsstrukturen
(20) entlang der Stirnseiten (231, 232) und/oder die
Kontur der Lasche (221, 222) und der Aussparung (211,
212) eine Kodierung darstellen, sodass

nur zusammengehdrige Leiterplatten (30) und

elektronische Bauteile (10) miteinander kombinierbar
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sind.

Elektronisches Bauelement nach einem der vorherigen
Anspriiche, bei dem die Leiterplatte (30) und das
elektronische Bauteil (10) mittels eines
Verbindungsmittels (40) stoffschliissig mechanisch

miteinander verbunden sind.

Elektronisches Bauelement nach Anspruch 10, bei dem das
Verbindungsmittel (40) die erste Kontaktflache (14) und
die zweite Kontaktfladche (31) elektrisch leitend

miteinander verbindet.

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen
Bauelements nach einem der vorherigen Anspriiche mit den
folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines elektronischen Bauteils (10) und
einer Leiterplatte (30);

- Auflegen der Leiterplatte (30) und Ausrichten relativ
zum elektronischen Bauteil (10) mittels der
mindestens zwei Ausrichtungsstrukturen (20);

- stoffschliissiges Verbinden der Leiterplatte (30) und

des elektronischen Bauteils (10).

Verfahren nach Anspruch 13, bei dem

bei der Ausrichtung mittels der Ausrichtungsstrukturen
(20) die Position der Leiterplatte (30) relativ zum
elektronischen Bauteil (10) parallel zur Stirnseite
(231, 232) der Verkapselungsschicht (13) mittels eines
mechanischen Anschlags definiert wird und/oder der
Abstand zwischen den Stirnseiten (231, 232) der

Verkapselungsschicht (13) und der Tragerschicht (32)



WO 2017/144658 PCT/EP2017/054319

15.

31

mittels eines mechanischen Anschlags definiert wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 14, bei dem
nach dem stoffschliissigen Verbinden der Leiterplatte
(30) mit dem elektronischen Bauteil (10) die Lasche
(221, 222) von der Leiterplatte 30 bzw. der

Verkapselungsstruktur (13) abgetrennt wird.
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